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内容概要

　　《全国高等职业教育规划教材：手机原理与维修》根据高职高专电子信息、通信技术、应用电子
技术等专业教学实际需求，结合作者十几年来企业工作经历和实际教学经验进行编写。

　　《全国高等职业教育规划教材：手机原理与维修》共11章，主要内容包括：全面认识手机，手机
的常见功能和参数，常见手机的拆装，手机主要元器件的识别与检测，手机专用工具仪器的使用，手
机常见信号的测量，手机元器件的焊接，手机整机电路的简析，手机软件的维护，手机故障的检测及
维修方法。
根据高职高专技能型人才培养要求，本书合理安排知识内容和技能训练，重视高技能人才的培养。
本书参考学时90学时。

　　本书可作为高职高专电子信息类专业教材，也可作为通信维修员职业资格证书的培训教材或从事
手机维修行业人员的参考用书。
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